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テープラミネート ガラスボンディング UV照射 研削
支持ガラス

UV

各種熱・薬液処理 DCテープマウント UV照射・キャリアデボンド テープ剥離

DCテープ

ガス剥離
UV

SELFA™

ウェハ

ガス発生によりダメージレスで剥離 熱工程後でも残渣レスを実現
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UV照射エネルギー 

剥離できない

接着力
ゼロで剥離

軽剥離 耐熱性/低残渣

製品HP／お問合せ

テープ

両面 耐熱高接着易剥離UVテープ(～260℃)

SELFA™ HW

特　徴

UV剥離テープ SELFA™シリーズ
SELFA™シリーズは高い接着性と剥離しやすさを両立させたUV剥離テープです。

耐熱性と剥離技術により新しい半導体プロセスを実現

■軽剥離

■ラインナップ

■耐熱性 /低残渣

リフローなど各種熱工程
幅広いプロセスウィンドウ
熱工程後でも残渣レスを実現

超薄デバイスへの
適用

ガス発生により
ダメージレスで剥離

品名 タイプ 高耐熱 剥離方法 基材種類
デバイス側 支持材側 UV波長 UV照射量

粘着種類 粘着種類 (nm) (mJ/cm2)

HW 両面 ○
ピール

耐熱フィルム UV硬化粘着剤 ガス発生
405 3000

ガス剥離 254 12000

HS 片面 ○ ピール 耐熱フィルム UV硬化粘着剤 - 405 3000

MP 片面 ガス剥離 PET ガス発生 - 365 3000

一般UVテープ SELFA™

耐熱性 ×（150度以下） 220℃ @ 2hr + Reflow

残渣 × ○ 残渣レス

保護接着・粘着 熱マネージメント

用途例​

特徴・用途例

ガス発生による
キャリアデボンド

テープ式ガラスサポートに
よりハンドリング性向上

両面 耐熱高接着易剥離
UVテープ（～260℃）

ガラスキャリアサポート​
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3
優れた耐熱性、
耐薬品性​4

接着層

基材

離型フィルム

開発中
Under Development

製品HP／お問合せ



性　能

テープ

用途例​

使用例 性　能

特徴・用途例

PKG&ウェハ マウント UV照射

各種熱・薬液処理 ピックアップ/剥離

UVSELFA™

特徴・用途例

一般物性

使用例

用途例​

製品HP／お問合せ

テープ

製品HP／お問合せ

片面 自己剥離UVテープ(～90℃、ガス発生タイプ)

SELFA™ MP

プロセス耐性＋低残渣の両立

製品HP／お問合せ

優れた耐熱性、
耐薬品性を両立

片面 耐熱高接着易剥離
UVテープ (～250℃)​

熱工程時のデバイス保護・反り矯正 (リフローなど)

片面 耐熱高接着易剥離UVテープ (～250℃)

SELFA™ HS

強接着による高い薬液耐性

片面 自己剥離UVテープ
（～90℃、ガス発生タイプ）​

ガス発生によるダメージレス剥離

薬液保護(UBMめっきプロセス、強酸、強アルカリ)

※接着力：180° ピール 300mm/min、UV 照射：3000mJ/cm2

めっき中

高粘着​

易剥離
市販UVテープ

SELFA™-MP

SELFA™と一般UVテープの比較 UV照射後

ガス発生部位​

UV照射中 UV照射後

粘
着
力

保護接着・粘着 熱マネージメント

保護接着・粘着 熱マネージメント
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接着層基材

離型フィルム

項目 単位 SUS シリコンウェハ 金めっき 

粘着力
初期

N/25mm 
15.5 14.1 10.5 

UV照射後 ≒0 ≒0 ≒0 

項目 単位 

テープ厚み
基材 25μm 
粘着剤 30μm 

めっきの染み込みなし​
剥離後テープ残渣なし

ガスでダメージレスで剥離

ラミネート
シリコンウェハ

SELFA™-MP ＜無電解めっき法＞
強酸／強アルカリ 高温処理

めっき面

UV

テープラミネート 薬液処理 UV照射・剥離

1

2

3

接着層基材

離型フィルム

（バンプ高さ：150um　バンプ径：250um）
糊厚調整でバンプ付きウェハにも適用可能

汎用品（糊100um） 厚糊タイプ（糊200um）UV照射後

リフロー時のデラミ、テープ剥離後の残渣無し

リフロー後 剥離後

ボイド


